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Hartlot zum Fligen von Silber-Metalloxid-Verkstoffen
Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Hartlot zum Figen von Silber-
Metalloxid-Werkstoffen, insbesondere zum Fligen von Kon-
taktstiicken aus Silber-Metalloxid auf Trigerteile aus
Kupfer oder Kupferwerkstoffen, vorzugsweise zinkfreien
Kupferwerkstoffen.

Charekteristik der bekannten technischen Lésungen

Hartlote auf Silberbasis zum Léten von Silber-lMMetalloxid-
werkstoffen sind bekannt.

3s ist mehrfach versucht worden, zum Fiigen von Silber-
Metalloxid-Verkstoffen Silberhartlote zu verwenden. Der-
artige Hartlote bestehen aus 56 Masse-% Silber, 22 Masse-7%
Kupfer, 17 Masse-% Zink und 5 Masse-7 Zinn oder 65 Masse-7
Silver, 20 lasse-?% Kupfer und 15 Masse~% Zink

(US-PS 3 941 299), Der Nachteil dieser Lote besteht darin,
dafl sie zum L6ten von Silber-lletalloxid-Werkstoffen auf
Kupferwerkstoffe nur dann verwendet werden konnen, wenn der

Silber-Metalloxid-Verkstoff eine metalloxidfreie PFiigeschicht

aufweist,

Versuche, Silber-Kadmiumoxid-Verkstoffe mit den bekannten
Silberhartloten direkt zu 16ten, d.h. ohne zusdtzlich
eine 16tfdhige Schicht auf den Silber-Metalloxid-Verkstoff
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aufzubringen, ergaben wegen der auftretenden Koagula-~
tion der lMetalloxid-Teilchen keine befriedigenden Er-
gebnisse.

Weiterhin ist bekannt, Silberhartlote mit einem reduzie-
rend wirkenden Bestandteil, z.B. Phosphor, zum Léten von
Silber-Kadmium zu verwenden (Jap.Patente 7609046 und
7609047, 24.1,1976, referiert in: New Silver Technology,
Okt, 1976, S. 1138, Herausgeber: The Silver-Institut,
Washington). Dieses Lot der Zusammensetzung 50 Masse-
Silber, 29 Masse-7% Kupfer, 18 Masse-7 Zink, 2 Masse-7 In-
dium und 1 Masse-7’ Phosphor 1dB8t sich lediglich fiir die
Kombination Silber-Kadmiumoxid und Messing anwenden. Fiir
Kunfer oder andere Kupferwerkstoffe sind keine susreichen-
den Lotverbindungen erzielt worden., Ein weiterer Nachteil
ist der Gehalt an Indium. Dadurch wird das Lot diinnfliissig
und ist fir die vorgesehene Verwendung ungeeignet. Auflerdem
ist die Herstellung dieser Fiinfstofflegierung kompliziert
und kosteneaufwendig.

Fir das Fligen von Silber-Metalloxid-Kontaktstiicken an Tr&-
gerteile ist es bekannt, ein Hartlot aus 35 Masse-% Silber,
4 Masse-% Phosphor und 61 Masse-% Kupfer zu verwenden
(DD—WP 130725). Dieses Lot ist bei der Arbeitstemveratur um
700 °C sehr diinnfliissig und eignet sich nur unzureichend
zum Fligen von Aufldtschaltstiicken aus Silber~Metalloxid auf
Trégerteile aus Kupfer oder zinkfreien Kuoferwerkstoffen,
Es hat die nachteilige Eigenschaft, beim PFiigen aus dem Lot~
gspalt hervorzudringen und sich auf der Oberfldche der auf-
zulotenden Teile auszubreiten. Dadurch tritt einerseits im
Lotspalt Lotmangel auf, so daB eine ausreichende Haftfestig-
keit nicht mehr gewdhrleistet ist. Andererseits wird die
Oberfléche der Aufldtschaltstiicke durch das relativ niedrig
schmelzende Lot zumindest teilweise bedeckt und somit die
Qualitét der Schaltstiicke beeintrdchtigt,
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Ein anderes phosphorhaltiges Silberhartlot der Zusammen-
setzung 12 bis 50 HMasse-% Silber, 10 bis 40 Masse-% Zink
und Kadmium, 0,07 bis 1,4 Masse-7% Phosphor, Rest Kupfer,
wird zum Loten von sauerstoffhaltigem Kupfer oder sauer-
stoffhaltigen Kupferwerkstoffen mit Kupfer oder Kupfer-
Werkstoffen dort eingesetzt, wo iibliche Hartlote zu einer
sproden Lotfuge fithren (DE-PS 887.728). Ein Silberhartlot
der genannten Zusammensetzung ergibt jedoch keine zuverlés-
sige Lotverbindung zwischen einem Kontaktstilick aus Silber-
Metalloxid und einem TrHger aus Kupferwerkstoff.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ict es, ein Hartlot zu entwickeln zum
Pligen von Silber-Metalloxid-Werkstoffen auf Kupfer oder
Kupferwerkstoffe, insbesondere zinkfreie Kuoferwerkstoffe,
das nicht iibermdfig aus dem Lotspalt hervordringt, die
Arbeitsfléche des Schaltstiickes nicht benetzt und eine aus-
reichend feste Lotverbindung gew:hrleistet,

Vesen der Erfincdung

Die bekannten Hartlote zum Fiigen von Silber-Metalloxid-¥Werk-
stoffen weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung eine Kriech-
neigung beim Loten auf. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu-
grunde, ein Hartlot auf Silber-Kupfer-Phosphor-Basis zu
entwickeln, das eine geringe Xriechneigung aufweist und das
geeignet ist, Silber-NMetalloxid-Verkstoffe direkt auf Tréger-
teile aus Kupfer oder Kupferwerkstoffen, insbesondere zink-
freien Kupferwerkstoffen bei einer Temperatur um 700 °C¢ zu
loten.,

ErfindungsgeméBl wird die Aufgabe dadurch geldst, daB das
Hartlot auf Basis einer Silber-Kupfer-Phosphor-Legierung
zum Flugen von Silber-lletalloxid-Werkstoffen auf Kupfer oder
Kupferwerkstoffe, insbesondere zinkfreie Kupferwerkstoffe,
aus 35 bis 41 Masse-% Silber, 1 bis 8 Masse-% Zink, 2 bis

3 lMasse-% Phosphor, Rest Kupfer besteht.
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Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung wird anhand eines Ausfilhrungsbeispiels niher
erldutert,

Ein Hartlot der Zusammensetzung 240 Masse-% Silber, 7 Masse-%
Zink, 2 Masse-% Phosphor, Rest Kupfer, wird mittels Schmel-
zen von Silber, Zink, Kunfer und einer Kupfer~Phosphor-Vor-
legierung hergestellt,

Der GuBblock wird in bekannter Weise zu Band oder Folie
ausgewalzt und in Formteile geschnitten, Ein Formteil wird
zwischen einen Triger aus einem zinkfreien Kunferwerkstoff
und ein Kontaktstiick aus einem Silber-Kadmiumoxid-Werk-
gtoff mit 15 Masgsse-% Kadmiumoxid eingebracht und auf ca,
700 °C erwirmt. Dabei wird ein iibliches FluBmittel fir Sil-
berlote verwendet. Nach dem Verschieflen des Lotes und dem
Erkalten der Anordnung sind Tréger und Kontaktstiick fest
miteinander verbunden.

Der Vorteil des erfindungsgeméfBien Lotes besteht darin, daB
eine direkte Lotung von Silber-Metalloxid-Kontaktstiicken

auf Trigerteile aus Kupfer oder einem Kupferwerkstoff, ins-
besondere einem zinkfreien Kupferwerkstoff mdglich ist,
Weiterhin ist vorteilhaft, daB8 das Lot nicht iiberm#Big aus
dem Lotspalt herausdringt und sich nicht auf der Oberfliche
des Auflotschaltstiickes ausbreitet. Das Lot hat eine geringe
Kriechneigung und eine filir den Anwendungsfall glinstige Diinn-
fliissigkeit, so daBl eine glatte, gleichmdBige Hohlkehle zwi-
schen Tridgerteil und Kontaktstiick gebildet wird. Die Ober-
fléche des Auflotschaltstlickes bleibt frei von Lotwerkstoff,
so daB eine Nachbehandlung zur Beseitigung von Lotresten
entfdllt.,

Die erhaltene Oberfldchenglite gewihrleistet auch bei hoher
Schalthdufigkeit eine lange Lébensdauer der Schaltstiicke.

Es ist weiterhin vorteilhaft, daB das erfindungsgemifie Lot
einen reduzierend wirkenden Bestandteil enth#lt, daB es
eine fiir das Hartldten ginstige, relativ niedrige Arbeits-
temperatur und einen kleinen Schmelztereich esufweist,
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Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB bei minimalem Lot-

verbrauch eine hohe Haftfestigkeit der Lotverbindung er-

zielt wird. Das erfindungsgemifBle Lot kann zu Formteilen,

Halbzeug oder Pulver verarbeitet werden und mit einem iib-
5 1lichen FlufSmittel fiir Silberhartlote angewendet werden.



Erfindungsanspruch 6
Hartlot auf Basis einer Silber-Kupfer-Phosvhor-Legie-
rung zum Pligen von Silber-lletalloxid-Werkstoffen auf
Kupfer oder Kupferwerkstoffe, insbesondere zinkfreie
Kupferwerkstoffe, gekennzeichnet durch folgende Zusam-
mensetzung: 35 bis 41 Masse-" Silber, 1 bis 8 Massc-7%
Zink, 2 bis 3 Masse-% Phosphor, Rest Kupfer.

In Betracht gezogene Druckschriften:

DE-PS 887 728 (49 h, 26/01)
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